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ABSTRACT

Built-In-Test(hereafter: BIT) is necessary functionality for aircraft flight safety and it

requires a high failure detection capacity of more than 95 % in the case of avionics

equipment. The BIT coverage analysis is needed to make sure that BIT meets its fault

diagnosis capability. FMECA is used a lot of for the BIT coverage analysis. However, in

this paper, the BIT coverage analysis based on electronic components is introduced to

minimize the analytical error. Further, by applying the failure mode of the electronic

components and excluding electronic components that do not affect flight safety, the BIT

coverage analysis can be more accurate. Finally, BIT demo was performed and it was

confirmed that the performance of the actual BIT matches the analysis of BIT performance.

초 록

Built-In-Test(이하: BIT)는 항공기 비행안전을 위해 반드시 필요한 기능으로 항공전자 장

비의 경우 95% 이상의 높은 고장 진단능력을 요구하고 있다. BIT가 요구도에 명시된 고장

진단능력을 만족시키는지 확인하기 위해 BIT 성능분석이 필요하다. BIT 성능분석을 위해

FMECA (Failure Mode Effect Critical Analysis)에 기술된 고장모드를 활용하는 방법이 많이

사용되고 있으나, 본 논문에서는 분석 오류를 최소화할 수 있는 전자부품 기반의 BIT 성

능분석 방법론을 소개한다. 또한, BIT 성능분석에서 제외될 수 있는 비행안전에 영향을 미

치지 않는 전자부품 및 전자부품의 고장모드를 실제 개발사례에 적용하여 불필요한 BIT

기능 구현을 방지하고 정확한 BIT 성능분석을 수행할 수 있도록 하였다. BIT Demo를 수

행하여 BIT 성능분석 결과와 실제 BIT 성능이 일치함을 확인하였다.
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Ⅰ. 서 론

항공전자 장비에 발생된 고장은 항공기 또는

인명 손실을 초래하므로 이를 즉시 또는 사전에

탐지하는 것이 비행안전에 매우 중요하다.

BIT는 항공전자 장비의 고장 유무를 자동으로
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시험하는 기능으로 모든 항공전자 장비에 탑재되

어 항공기 이륙 전과 운용 중에 주기적으로 수행

된다[1,2]. BIT는 POBIT, CBIT, PBIT, IBIT 으로

구분될 수 있다. POBIT는 장비 Power On 직후

부터 정상모드 진입 전에 수행된다. 대부분의 항

전장비는 빠른 정상모드 진입이 필요하므로

POBIT는 최소한의 기능만을 시험한다. CBIT와

PBIT는 항전장비 운용 중 지속적으로 수행되며

장비의 정상 임무수행에 영향을 미치는 일부 시

험은 수행될 수 없다. PBIT는 반복 수행되는 측

면에서 CBIT와 유사하나, PBIT는 반드시 일정한

주기성(Periodic)을 가져야 한다. IBIT는 조종사나

지상요원의 시작명령(Initialization)에 의해 수행

되는 시험으로 해당 장비는 정상모드 동작을 중

지하고 BIT 시험만 수행하게 되어 통상 가장 많

은 시험 커버리지를 가진다.

BIT는 여러 산업분야에 적용될 만큼 중요성과

효용성이 널리 인식되어 있지만, 타 분야에서는

항공전자 장비처럼 높은 수준의 고장 진단 능력

을 요구하고 있지 않으며, 구체적인 수치로 성능

요구사항을 명시하고 있지 않다. 항공전자 장비

의 경우 비행 안전에 영향을 미치는 고장의 95%

이상을 BIT가 탐지하도록 요구하고 있으며, 비행

제어컴퓨터의 경우 최소 95%에서 최대 99% 에

이르는 고장탐지 능력을 요구하고 있다[3].

설계된 BIT가 요구도에 명시된 고장 진단능력

을 충족시키는지 분석하기 위해 FMECA에 기술

된 고장모드를 활용하는 방법이 많이 사용된다.

FMECA에서 분석된 장비에 발생 가능한 여러

고장에 대해 BIT가 고장 진단을 수행할 수 있는

지 분석하는 기법으로 발생 가능한 고장 수 대비

진단할 수 있는 고장의 수를 비율로 계산하여 고

장진단율을 산출할 수 있다. 하지만 본 방법은

정확한 FMECA 데이터를 확보해야하는 제약사

항이 있으며, 실제 하드웨어 고장을 주입하여

BIT 성능을 입증하는 BIT Demo 시험에서 최적

의 하드웨어 고장 포인트를 선정하기 어려운 문

제점을 안고 있다. 신규 개발 장비의 경우 정확

한 FMECA 데이터를 산출하기 어려운 경우가

많으며 이 경우 BIT 성능분석의 정확도 역시 떨

어지게 된다.

본 논문에서는 항공전자 장비를 구성하는 전

자부품을 기반으로 BIT 고장 진단능력을 분석하

는 방법을 소개한다. 본 기법은 항공전자 장비를

구성하는 모든 전자부품의 고장에 대해 BIT가

해당 고장을 진단할 수 있는지 분석하는 방법으

로 수 천 또는 수 만개의 전자부품으로 구성된

장비의 BIT 성능분석에 적용 시, 많은 시간과 노

력이 소요되지만 정확한 BIT 성능분석이 가능하

며, BIT Demo를 위한 적절한 고장 포인트 선정

이 용이하여 항공전자 장비와 같은 안전필수 분

야에 효과적으로 적용 가능하다. 본 방법은 삼성

탈레스가 해외업체와 수행한 항공전자 장비 개발

에 적용되었으며 BIT Demo를 통해 본 BIT 성능

분석의 유효성이 입증되었다.

Ⅱ. 본 론

2.1 BIT 성능분석

2.1.1 주요 BIT 성능 파라미터

BIT 성능분석은 항공전자 장비에 구현된 BIT

성능 파라미터를 수치적으로 계산하여 BIT 성

능이 요구도를 만족시키는지 확인하는 것을 목적

으로 한다. BIT 성능을 나타내는 대표적인 파라

미터들은 아래와 같다.

- 고장탐지율 (Failure Detection Rate)

- 고장격리율 (Failure Isolation Rate)

- 오검출률 (False Alarm Rate)

고장탐지율은 BIT가 항공전자 장비에 발생된

고장이나 잠재고장을 탐지할 수 있는 능력을 나

타낸다. 만일 BIT가 장비에 발생된 고장을 모두

탐지한다면 고장탐지율은 100%이다.

고장격리율은 발생된 고장을 BIT가 격리 시킬

수 있는 능력을 나타내는 파라미터이다. 여러 장

비로 구성된 시스템의 경우 고장이 발생되면 어

느 장비에서 고장이 야기되었는지 판단하기 어렵

다. BIT는 정비사를 대신하여 시스템을 시험하고

고장이 발생된 위치를 알려주는데, 시스템에 발

생된 모든 고장에 대해 어느 장비에서 고장이 야

기되었는지를 정확히 알려준다면 해당 BIT는 장

비레벨에서 고장격리율 100%를 만족하게 된다.

높은 BIT 성능을 요구하는 시스템의 경우 회로

카드 조립체 레벨의 고장격리를 요구하는 경우도

있다. 이 경우 BIT는 고장이 발생된 장비를 식별

해야 할 뿐만 아니라, 장비 내 고장이 발생된 회

로카드도 정확히 식별해야 한다.

오검출율은 BIT가 잘못된 고장 선언을 하지

않는 능력을 나타내는 파라미터이다. BIT는 거

짓 (False) 고장을 운용자에게 보고할 수 있으며

오검출률이 0%이면 해당 BIT는 항상 실제 고장

만을 운용자에게 보고한다. 오검출률 계산은 수

치적인 분석 외에도 Reliability Development

Test를 통한 통계값을 필요로 하므로 본 논문에

서는 다루지 않기로 한다[4].
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ID
a) Failure Mode
b) Causes

Effect of failure
a) Local effect
b) Next Higher

...

1
a) Loss of output
voltage

b) Component failure

a) No output from +5V
b) No voltage to sensor

2
a) Output voltage
output of tolerance

b) Component failure

a) Incorrect output
voltage from +5V
b) Incorrect voltage to
sensor

... ... ... ...

Table 1. Example of FMECA

2.1.2 FMECA를 사용한 BIT 성능분석 방법론

위의 BIT 성능 파라미터들은 FMECA에 기술

된 고장분석 자료를 활용하여 계산될 수 있다.

FMECA는 장비에 발생 가능한 고장과 그 영향

성을 테이블 형태로 기술한 분석 자료이다.

Table 1은 FMECA 사례를 나타내고 있다. Table

의 각 열마다 1개의 고장 항목이 기술되어 있으

며 각 고장에 대해 순차적으로 식별 ID가 부여

되어 있다.

BIT 성능분석은 FMECA에서 분석된 각각의

고장이 실제 발생 시 구현된 BIT에 의해 탐지되

고 격리될 수 있는지를 판단하는 것이다.

% 고장탐지율 (FMECA 데이터 사용) =

 


× 

고장탐지율은 FMECA에서 분석된 장비 또는

시스템에 발생 가능한 고장 수 대비 BIT가 탐지

가능한 고장 수를 나누어 계산한다. 동일한 방법

으로 고장격리율도 아래와 같이 계산 가능하다.

% 고장격리율 (FMECA 데이터 사용) =

 
  

× 

FMECA의 경우 장비 또는 시스템 설계에 대

한 전문지식과 이전 유사장비의 운용 경험을 활

용하여 분석되기 때문에 신규개발 장비의 경우

설계초기부터 정확한 FMECA 데이터를 획득하

기 어렵다. 상세설계 이후 FMECA 데이터의 정

확성은 향상되지만 FMECA를 기반으로 작성한

BIT 성능분석은 FMECA 데이터가 업데이트됨에

따라 재 수행되어 분석에 많은 시간과 비용이 소

요된다[5].

2.1.3 전자부품 기반 BIT 성능분석 방법론

항공전자 장비는 전자부품들로 구성되어 있다.

하우징, 케이블, 커넥터 류의 부품들도 사용되고

있지만 해당 부품들은 장비를 보호하거나 보조적

항공전자장비
Built-In-Test

기능

전자부품
A

Tested

전자부품
B

Tested

전자부품
C

Tested

전자부품
D

Not
Tested

전자부품
E

Tested

Fig. 1. Example of the avionics which has

5 electronics components

인 기능만을 수행하여 해당 부품에 대한 BIT 기

능은 구현되지 않는다. 항공전자 장비의 경우 일

반적으로 전자부품들에 의해 야기되는 고장을 탐

지, 격리하기 위해 BIT 기능을 구현하며, BIT 성

능분석 또한 전자부품들을 대상으로 한다.

Figure 1은 5개 전자부품으로 구성된 간략화

된 항공전자 장비 사례를 나타내고 있다. 본 장

비의 BIT 성능분석을 위해 FMECA를 활용할 수

있지만, 다음과 같은 방법으로도 BIT 성능분석을

수행할 수 있다.

% 고장탐지율 (전자부품 수 데이터 사용) =




× 

% 고장격리율 (전자부품 수 데이터 사용) =




× 

Figure 1의 사례에서 장비레벨에서의 고장탐지

율을 계산하면 장비를 구성하는 5개 부품 중 4개

가 시험되고 고장이 탐지될 수 있으므로 고장탐

지율은 80%가 된다. 본 방법은 항전장비의 고장

모드를 고려할 필요 없이 항전장비를 구성하는

전자부품만을 대상으로 BIT 성능 파라미터를 계

산한다. 해당 부품의 BIT 시험 여부는 BIT 설계

자와 관련지식을 보유한 인원들이 검토회의를 통

해 결정된다. 앞서 소개된 FMECA를 사용하는

방식은 FMECA 데이터를 도출하고, 도출된 각

고장에 대해 BIT로 시험되는지 판단하는 2단계

작업을 수행했지만, 본 방법은 한단계로 단순화

되었다. 항공전자 장비를 구성하는 여러 전자부

품들의 신뢰성은 동일하지 않다. 저항, 코일과 같

은 수동소자들은 일반적으로 OP앰프나 IC등과

같은 능동소자에 비해 고장발생 확률이 낮다.

OP앰프가 저항보다 10배 고장 발생 확률이 높다

고 가정하면 OP앰프 고장을 탐지하지 못하는

BIT 성능이 저항 고장을 탐지하지 못하는 BIT

성능과 동일하다고 말하기 어렵다. 그러므로 정

확한 BIT 성능분석을 위해 부품수를 사용하지
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않고 전자부품의 고장률(Failure Rate: 이하 FR)

을 사용하는 것이 바람직하다는 결론을 얻게 되

었다. 고장율은 백만 시간 당 고장이 발생되는

횟수를 의미하며 신뢰성 지표로 널리 사용되는

MTBF(Mean Time Between Failure)의 역수 값

이다. 고장율은 신뢰성 분석툴로서 업계에서 널

리 사용되는 RELEX 소프트웨어를 활용하여 구

할 수 있다. 고장율을 사용하여 BIT 성능분석식

을 도출하면 다음과 같다.

% 고장탐지율 (FR 데이터 사용) =


 

× 

% 고장격리율 (FR 데이터 사용) =


 

× 

위의 식에서 장비레벨의 고장탐지율과 고장격

리율을 계산한다면 Total FR은 장비를 구성하는

모든 전자부품의 고장율 총합이고, Total

Undetected FR은 BIT에 의해 고장이 탐지되지

않은 전자부품의 고장율 총합을 나타낸다. 고장

격리율은 BIT가 탐지한 고장에 대해 해당 고장

이 격리되는 비율을 나타내므로 Total FR 대신

Total Detected FR을 사용하여 계산한다. Total

Unisolated FR은 BIT에 의해 고장이 격리되지

않는 장비내의 전자부품의 고장율 총합이다.

Figure 2는 고장율이 다른 전자부품으로 구성

된 항공전자 장비 사례를 나타내고 있다. 각 부

품의 고장율 값은 쉬운 계산을 위해 단순화 되었

다. Fig.2의 사례에서 전체 고장율의 합은 5이고,

BIT으로 시험되지 않는 전자부품의 고장율 합은

0.5이므로 항공전자 장비의 고장탐지율을 계산하

면 90%가 된다. 만일 BIT 시험이 각 전자부품의

고장을 모두 구분할 수 있다면 해당 BIT시험은

부품레벨에서 고장격리율이 100%가 된다. 하지

만 BIT에서 항공전자 장비를 구성하는 모든 부

품을 독립적으로 시험하고 고장을 격리하는 것은

항공전자장비
Built-In-Test

기능

전자부품
A

Failure 
Rate: 1

Tested

전자부품
B

Failure 
Rate: 2

Tested

전자부품
C

Failure 
Rate: 0.5

Tested

전자부품
D

Failure 
Rate: 0.5

Not
Tested

전자부품
E

Failure 
Rate: 1

Tested

Fig. 2. Example of the avionics which has

component failure rate

Audio
DSP

+
CODEC

OP 
Amp

Resistor

Resistor
OP 

Amp

Resistor

Resistor
BIT

Switch
BIT

Switch

Normal 
Signal 
Input

Normal 
Signal 
Output

항공전자 장비(LRU) A

Fig. 3. Example of avionics with analog input

and analog output

Audio
DSP

+
CODEC

OP 
Amp

Resistor

Resistor
OP 

Amp

Resistor

Resistor
BIT

Switch
BIT

Switch

BIT STIM Warp around

BIT STIM Signal항공전자 장비(LRU) A

Fig. 4. Example of BIT to test analog
input and analog output

불가능하며 일반적으로 장비레벨에서 고장을 식

별한다.

Figure 3은 OP앰프, 저항, CODEC 내장

AudioDSP로 이루어진 간략화 된 아날로그 입출

력 회로를 나타내고 있다. 정상 모드 동작에서는

AudioDSP에서 생성된 디지털 신호가 내부

CODEC을 거쳐 아날로그 신호로 출력되고, 외부

에서 입력된 아날로그 신호는 OP앰프를 통해 증

폭되고 AudioDSP에서 처리된다.

Figure 3의 아날로그 입출력 회로를 시험하기

위해 Fig. 4와 같이 Wraparound 신호경로를 형성

하고 BIT STIM 이라고 하는 일정레벨의 Sine파

신호를 AudioDSP에서 생성하여 아날로그 출력회

로를 통해 내보내고 다시 읽는 방법을 사용한다.

본 시험을 통해 항전장비 A를 구성하는 모든 전

자부품들을 동시에 시험한다. Fig. 4의 회로에서

어떤 전자부품에 고장이 발생되면 BIT STIM 신호

값이 원하는 기대값을 벗어나게 되어 고장이 탐지

된다. 이 경우 전자부품의 고장은 탐지되지만 고

장난 부품을 회로 상에서 정확히 찾아서 격리하지

못한다. 즉 부품레벨에서의 고장격리는 불가능한

것인데, BIT 성능 요구도가 높은 항공전자 장비의

경우에도 통상 장비레벨에서의 높은 BIT 고장격

리율만을 요구하고 있다. Fig. 4의 사례를 보면

BIT 기능이 장비 A 내에서 작동한다. 그러므로

BIT가 고장을 탐지 시 최소한 장비 A 고장이라는

것을 판단할 수 있으며 장비레벨의 고장격리율은

100%라고 말할 수 있다[6,7].

2.1.4 전자부품 기반 BIT 성능분석 고려사항

항공전자 장비를 구성하는 전자부품들을 분석

한 결과 일부 전자부품들은 비행안전에 영향을
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미치지 않는 것으로 확인되었다. 장비 형상 식별

을 위해 사용되는 Signature Resistor나 장비 개

발 및 정비에만 사용되는 JTAG Interface 구성

Pull-Up Resistor, Test Point Isolation Resistor들

은 실제 임무 기능에 사용되지 않으며, JTAG 동

작 시 로직상태를 명확히 하거나 시험장비를 통

해 잘못 유입될 수 있는 노이즈나 충격전압을 차

단하는 역할을 수행한다. 이에 해당부품들을 시

험하기 위한 BIT 기능은 구현할 필요가 없으며,

해당부품들의 고장율은 BIT 성능분석에서 제외

하는 것이 정확한 BIT 성능분석을 위해 반드시

필요하다. 그러므로 고장탐지율 및 고장격리율

계산을 위한 공식은 최종적으로 아래와 같이 도

출 되었다.

% 고장탐지율 (FR을 사용한 최종 도출 공식) =

 
 

× 

% 고장격리율 (FR을 사용한 최종 도출 공식) =




× 

Total Detected FR* = (Total FR - Total Exculded FR -

Total Undetected FR)

Total Excluded FR은 비행안전에 영향을 미치

지 않는 전자부품들의 고장율 총합으로 분자와

분모항에 모두 사용되어 해당부품의 고장율은

BIT 성능분석에서 빠지게 된다.

단일 전자부품에 여러 종류의 고장이 발생 가

능하며 이를 전자부품의 고장모드로 정의한다.

Table 2는 세라믹 Capacitor의 고장모드를 나

타내고 있다. 모든 전자부품 고장모드 정보는

FMD-91 Failure Mode/Mechanism Distributions

문서에서 획득 가능하다. Table 3은 FMD-91 문

서에 기술된 주요 전자부품의 고장모드와 고장

발생 비율을 나타내고 있다.

앞서 언급한 Signature Resistor와 Test Point

Isolation Resistor들은 해당 부품에 어떤 종류의

고장이 발생되어도 항공기 비행안전에 영향을 미

치지 않으므로 단순히 부품 고장율을 계산에서

제외하였다. 비행안전에 영향을 미치는 전자부품

전자부품

종류

고장모드

(Failure Mode)

고장발생

비율
참고문서

Capacitor

Short 0.49

FMD-91Change of Value 0.29

Open 0.22

Table 2. Example of capacitor failure mode

Device Type Failure Mode
Failure Mode

Probability

Capacitor,

Ceramic

Short 0.49

Change of Value 0.29

Open 0.22

Coil

Short 0.42

Open 0.42

Change of Value 0.16

Microcircuit,

Digital, MOS

Input Open 0.36

Output Open 0.36

Supply Open 0.12

Output Stuck Low 0.09

Output Stuck High 0.08

... ... ...

Table 3. Example of electronics component

failure mode

CPU

VCC

U1

VCC

C1 C2

Fig. 5. Example of circuit with CPU and
capacitor

의 고장모드와 비행안전에 대한 상세한 영향성을

추가 분석한 결과, 전자부품의 사용 방법에 따라

해당부품에 발생 가능한 여러 고장모드 중 특정

고장모드만이 항공기 비행안전에 영향을 미치는

경우도 있음을 확인하였다.

Figure 5는 CPU와 Capacitor로 구성된 간략화

된 회로 사례를 나타내고 있다. CPU U1은 VCC

파워를 공급받아 작동한다. Capacitor C1과 C2는

병렬로 연결되어 CPU에 공급되는 VCC 파워 안

정화 및 노이즈를 제거하는 역할을 수행한다. 실

제회로에서는 Capacitor가 수십 개 사용되는 경

우가 많다.

Figure 6은 Capacitor C1에 Short 고장이 발생

되는 상황을 설명하고 있다. Short 발생 시 CPU

에 공급될 VCC 파워는 C1을 통해 Ground로 모

두 흘러 CPU 동작에 영향을 미치게 되고 최종적

으로 항공기 비행안전에도 영향을 미치게 된다.

Figure 7은 Capacitor C1에 Open 고장이 발생

되는 상황을 나타내고 있다. 실제회로에서는 많
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CPU

VCC

U1

No Power

C1 C2
Short

Fig. 6. Example of capacitor C1 short failure

CPU

VCC

U1

VCC

C1 C2Open

Fig. 7. Example of capacitor C1 open failure

은 Capacitor가 병렬로 사용되므로 한 개

Capacitor Open에 대한 CPU 동작의 영향성은

무시 가능한 수준이며, 이 경우 항공기 비행안전

에도 영향을 미치지 않는다. 그러므로 해당고장

모드에 대한 고장율은 BIT 성능분석에서 제외되

어야 한다. Open 고장에 대한 고장율은

Capacitor C1 고장율에서 Table 3에 언급된

Open 고장모드의 Failure Mode Probability를

곱해서 계산할 수 있다.

위의 사례에서는 Capacitor Open 고장이 항공

기 비행안전에 영향을 미치지만, 동일 종류의

Capacitor가 아날로그 입출력 신호 경로에서 DC

차단용 Capacitor로 사용될 경우에는 반대로

Short 고장이 비행안전에 영향을 미치지 않을 수

있다. 그러므로 전자부품고장모드에 대한 비행안

전 영향성 분석은 회로분석과 병행하여 이루어져

야 한다[8].

2.2 BIT Demo를 통한 검증

2.1절에서 기술한 전자부품 기반 BIT 성능분석

방법을 적용하여 개발 중인 항공전자 장비의

BIT 성능분석을 수행한 결과 98.2% 고장탐지율

을 가지는 것으로 계산 되었다. 해당 장비의 고

장탐지율 요구도는 98%이므로 요구사항을 충족

커넥터

토글 스위치

시험보드

저항

스위치 박스

커패시터

Fig. 8. Failure injection tool

시켰다고 판단할 수 있으나, 계산된 결과가 실제

BIT 성능에 부합하는지 검증하기 위해 BIT

Demo를 수행하였다.

요구도를 만족시키기 위해서는 선정된 총 58

개 고장 주입 항목에 대해 고장이 정확히 탐지되

지 않거나, 고장이 정확히 격리되지 않는 항목이

1개를 넘어서는 안된다.

BIT Demo를 위해 실제 하드웨어 고장을 주입

하였으며 Fig. 8과 같은 고장 주입 스위치 박스

를 활용하였다. 토글 스위치 ON, OFF에 따라 신

호 경로가 Open, Short 되므로 전자부품의 고장

을 묘사할 수 있다.

고장 주입을 위한 시험 포인트 선정 시 BIT

성능분석에서 항공기 비행안전에 영향을 미치지

않는 것으로 분류한 전자부품을 제외한 모든 전

자부품에 대해, 고장율이 높은 부품을 우선으로

선정하였으며, 선정된 부품의 고장모드를 고려하

여 항공기 비행안전에 영향을 미치는 모드만을

선택하여 고장을 주입하였다.

BIT Demo 수행 결과 BIT 성능분석에서 고장

탐지 및 격리가 되지 않는 것으로 예상된 1개 경

우를 제외한 나머지 57개 경우에서 성공적으로

고장 탐지 및 격리가 됨을 확인하였으며 전자부

품 기반의 BIT 성능분석의 유효성을 확인하였다.

Ⅲ. 결 론

본 논문에서는 FMECA를 사용한 BIT 성능분

석을 대신할 수 있는 전자부품 기반의 BIT 성능

분석 방법론을 소개하였다. 본 방법론은 장비를

구성하는 모든 전자부품에 대해 BIT 시험여부를

검토하여 BIT 성능분석을 수행하므로 정확하며

FMECA 데이터 오류에 의한 BIT 성능분석 오류
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를 사전에 방지할 수 있다.

항공기 비행안전에 영향을 미치지 않는 전자

부품 및 전자부품 고장모드에 대해 불필요한

BIT를 구현하거나 해당 부품의 고장율을 BIT 성

능분석에 포함하여 잘못된 분석결과를 초래하지

않도록 실제 개발 사례를 소개하였다.

전자장비를 구성하는 수천개 또는 수만개의

부품에 대해 BIT 시험여부를 검토하는 본 방법

은 많은 시간과 노력이 소요되어 신속한 개발을

요구하는 상용전자장비에는 적합하지 않을 것으

로 판단되지만, 개발 기간이 비교적 길며 안전

및 정확한 BIT 성능분석을 최우선시 하는 항공

전자 장비에 적용 시 다른 BIT 분석방법 보다

정확한 분석결과를 제공하여 항공기 비행안전을

향상 시킬 수 있을 것으로 판단된다.
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